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INTRODUCCION DESARROLLO DE LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO
La corrosién es un proceso natural de deterioro que Para el disefio del circuito impreso necesario en este trabajo, se ha
afecta a los materiales metalicos. Su impacto no solo se optado por utilizar KiCad, una suite de software libre destinada a la
limita a la pérdida de valor de los activos y la necesidad automatizacion del disefio electronico. Dentro del programa se ha
de reemplazar o reparar componentes dafados, sino que utilizado el entorno de edicidon de esquemas denominado Eeschema. En
también puede tener consecuencias graves en términos la siguiente imagen se puede ver el resultado:

de seguridad. Por lo que este trabajo busca continuar oy
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investigando, y desarrollando el método de anticorrosion
porinyeccion de corriente.
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El propdsito actual de este trabajo es disefiar y construir e ’Tﬂ(!—‘

un sistema electronico digital y de potencia que permita oo g“g “:;ég

prevenir la corrosidon en estructuras metalicas. El (R b ey SN

sistema estara compuesto por tres etapas principales: S}Iﬁ

digital, de potencia y de control. La etapa digital S A A

consistira en una placa de circuito impreso integrada GHp

por componentes electronicos como condensadores,

resistencias, diodos y transistores MOSFET; todos ello Una vez realizado el esquema se procede a disefiar la placa. Algunos
conectados a una placa Arduino y los sensores de aspectos de diseflo considerados son que esta fuera monocapa, que las
temperatura, humedad y corriente. La etapa de pistas para sefiales logicas fueran de 1 mm de espesor y que las pistas
potencia incluira dispositivos y elementos disenados destinadas a mayor corriente se trazaron con un ancho de 1,8 mm. En
para regular parametros clave como la potencia, el las siguientes imagenes pueden ver la placa en la etapa de disefio y una
voltaje y la corriente necesarios para el correcto vez soldada:

funcionamiento global del sistema. Por ultimo, la etapa
de control se basara en un codigo programado en
lenguaje Arduino, que sera cargado en la placa para
dirigir y coordinar el funcionamiento auténomo del
sistema. Este control sera posible gracias a los
sensores que recopilaran informacién del entorno,
permitiendo que la placa  Arduino ajuste
dinamicamente el comportamiento del circuito segun
las necesidades.
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e Conclusiones y lineas futuras

h

. P 1 1 LJ L El estudio desarrollado a lo largo de este Trabajo de Fin
- ] T de Grado permite ver que el sistema electréonico de
oo 7 proteccion catédica mediante corriente impresa posee
one | s L jR una viabilidad notable, tanto desde el punto de vista
— técnico como en términos de coste. Los aspectos que

convendria analizar en futuras lineas de trabajo son:
e Sustituir el sensor de corriente actual por uno de mayor

Q precisiony menor susceptibilidad al ruido eléctrico.
[———=— ¢ Integrar el microcontrolador directamente en la placa
Soneor do mediante un moédulo Arduino Nano, optimizando el

espacioy la fiabilidad del conjunto.
e Experimentar con distintos tipos de anodos para
[ e evaluar como influyen en los resultados obtenidos
Sefaldighalaue ransmite ef% de humedad reaha durante las pruebas
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